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P A T E N T E  

D E

I  N T R O  E U C C  I  (3 N

a fa vo r  de Don ANGEL HMAííJ^Z LOPEZ, de nacionalidad 

española, residente en Barcelona, c a lle  Farigc la , 

por "PROCEDIMMTO PARA LA PREPARACION DE UN BARNIZ SE­

MICONDUCTOR FLÍXIBÍE Y ADHERENTE .̂

i^ENDRIA DESCRIPTIVA

La presente invención se r e f ie r e  a un procedi­

miento para la  preparación de un barniz semiconductor 

f le x ib le  y adherente, elcual resu lta  especialmente ap­

to para recubrimientos de estas ca rac te r ís tica s  sobre 

hojas de caucho, m ateriales s in té t ic o s , papel, te jid o  

o s im ila r , con vistas a l a  obtención de una pan ta lla  

e le c tro s tá t ic a  igualadora de po ten cia l.

Tales barnices deben ser de secado rápido, v is ­

cosidad apropiada a l  procedimiento de ap licación , y de 

ca rac te r ís tica s  ta les  que formen, después de l a  evapo­



ración del d isolvente, una p e lícu la  seca semiconaucto- 

ya, f le x ib le  y adinerante, que no reblandezca a tempe­

raturas in fe r io res  a los  150^ 0.

De acuerdo con el procedimiento objeto de l a  

invención es posible obtener un barniz de estas carac­

te r ís t ic a s  , basándose la  invención en la  u t iliz a c ió n  

como producto de base de un copolfmero v in f l ic o ,  p re fe ­

rentemente un copolfmero de oloruro de v in ilo  y aceta­

to de v in i lo ,  p la s tifica d o  mediante un producto pesado, 

cargado oon negro de acetileno semiconductor y d isuelto  

en un d iso lven tes.

De acuerdo con l a  invención, e l barniz en cues­

tión  ae prepara, pues, u tilizando un 15 a 20% de un co­

polfmero v in f l ic o ,  p la s tific a d o  mediante 1,5 a 3,5% de 

un producto pesado t a l  como e l fo s fa to  de t r io r e s i lo  u 

otro pías t i f i e  ante análogo, e l  cual es cargado oon un 

6 a 10% de negro de acetilen o  semiconductor y d isuelto  

en un d isolvente t a l  como la m e t i le t i lc e to n a , en canti­

dad complementaria para 100 partes.

La preparación en s f  se l le v a  a oabo d iso lv ien ­

do e l  copolfmero en presencia de su p la s t ific a n te  en 

e l d iso lven te . Cuando se ha logrado una solución bien 

homogénea, lo  que puede lograrse llevando a cabo la  

disolución en un agitador de palas h e lico id a les , se aba­

de e l  negro de acetileno y se ag ita  hasta consistencia 

homogénea, resultando de e l lo  un producto de viscosidad 

del orden de 50 a 200 centipoises a 20s o. Para e l r e ­

finado, e l barniz se pasa por un molino de pintura o



pop mi homogenizador de l tipo de potopes oénicos.

El bapniz a s í obtenido puede ap licarse pop cual­

quiera de lo s  métodos usuales de p in ce l, p is to la  aero- 

g rá fica , inmersión, e tc ., siguiendo l^s técnicas cono­

cidas.

Serán independientes del ob jeto  de la  invención 

los m ateriales u tilizad os  como base, siempre que se ajus­

ten a l  tip o  indicado, d iso lven tes, cargas y p la s t i f i -  

cantes, aplicaciones u lte r io re s  de lo s  barnices y , en 

general, todos cuantos d eta lles  accesorios puedan pre­

sentarse, siempre qae no aparten a l conjunto de su esen­

c ia l !  dad.
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Se re iv in d ica  como ob jeto  de la  presente patente 

de introducción:

1. Procedimiento para la  preparación de un bar­

n iz  semiconductor f le x ib le  y adherente, que oonsiste 

esencialmente en p a rtir  como producto básico de un copo- 

limero v in i l ic o ,  e l  cual es d isu e lto , en un 15 a 20% en 

peso, en un disolvente t a l  como la  m e tile t ilc e ton a  o 

s im ila r, y  en presencia de un 1,5 a 3,5?¡? en peso de un 

p la s t if ic a n te  t a l  como e l fo s fa to  de t r ic r e s i lo ,  cuyo 

p la s t if ic a n te  se carga con un 6 a 10% en peso de negro 

de acetileno semiconductor, u tilizándose la  cantidad



. 5.

10.

*

15.

de disolvente necesaria para completar las 100 partes 

en peso d e l oonjunto.

n iz semiconductor f le x ib le  y adherente, segón la  r e iv in ­

dicación an terior, que, se ca rac te r iza  por e l hecho de 

que la  mezcla in ic ia l  d e l copolfmero v in f l ic o  y e l d i­

solvente es agitada convenientemente, hasta lograr una 

solución homogénea, antes de l a  ad ición  u e lp l a s t i f i -  

cante cargado con negro de acetilen o , tras de lo  cual 

se prosigue la  agitación  hasta lograr una consistencia 

homogénea, con viscosidad de l orden de 50 a 200 cen ti-  

poises, pasándose a continuación a un refinado del pro­

ducto en un aparato apropiado.

3. Procedimiento para la preparación de un bar­

niz semiconductor flex ib le  y adherente.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro 

hojas roliaoas, escritas a máquina por una so la  cara.

Barcelona, a 18 de mayo de 1960.

ángel HERNANDEZ L3PE3

O ^  * Procedimiento para l a  preparación de un bar­

p.a.
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